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内容概要

《印制电路组件装焊工艺与技术》以大量精美彩图加文字说明的形式，理论与实践相结合，对PCB的
组装工艺技术，呈现了以下主要内容：
PCB机械装配工艺方法；PCB装配前的操作工艺和要求；通孔插装（THT）工艺；表面贴装（SMT）
工艺；PCB组件返修工艺技术及方法的选择；PCB的清洗要求和工艺方法；PCB的质量检验要求及检验
方法等。

　　《印制电路组件装焊工艺与技术》适合电路设计师，电子装联工艺师，无线电装接工、PCB质检
人员等的阅读和使用。
对PCB组件产品也可作为其验收的参考培训教材。
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作者简介

李晓麟，中国电子科技集团公司第29研究所高级工程师研究方向：电子装联整机工艺。

　　独自建立起29年电装工艺专业，并在此专业独立工作达十三年，连续工作27年多。

　　编制了29年的质量程序文件中的电装质量控制文件（老版和新版）
　　独立编写了Sj20882-2003中华人民共和国电子行业军用标准《印制电路组件装焊工艺要求》，2004
年3月1日起实施（注：该行军标是我国首例彩色版图文并茂的行军标）
　　应国家科工委要求，2005年7月被所人事处推录为“科技高层次人材”
　　2007年1月报批了由其本人主笔的中华人民共和国电子行业军用标准《多芯电缆装焊工艺要求》
　　2007年4月-2010年2月由工信部4所聘任，主编了国军标GJB《印制电路组件装焊工艺要求》和《多
芯电缆装焊工艺要求》
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1.1 概述
1.2 印制电路板与印制电路组件
1.3 印制电路板的分类
1.3.1 按用途分类
1.3.2 按结构分类
1.3.3 按基材分类
1.3.4 按特殊性分类
1.4 印制电路板的组装类型
1.5 印制电路板的组装工艺简介
第2章 印制电路板中的机械组装
2.1 PCB常用紧固件及安装要求
2.1.1 常用紧固件
2.1.2 紧固件安装的电气绝缘要求
2.2 铆接紧固件的安装要求
2.3 元器件带散热装置的安装要求
2.3.1 散热装置的合格安装
2.3.2 散热装置的不合格安装
2.4 印制电路板上插拔件的安装要求
2.5 紧固件点漆要求
2.6 印制电路板组件的机械损伤要求
2.6.1 对印制电路裸板的外观检查要求
2.6.2 加工及存储过程的机械损伤
第3章 印制电路组件装焊前操作工艺和要求
3.1 常规焊接工艺要求
3.2 焊料要求
3.2.1 合金焊料成分要求
3.2.2 膏状焊料
3.2.3 焊膏使用和储存的注意事项
3.2.4 焊膏的选用
3.3 焊接温度要求
3.3.1 焊接基本要求
3.3.2 手工焊接
3.3.3 设备焊接
3.4 焊接时间要求
3.5 焊剂要求
3.6 装焊工具和设备
3.6.1 焊接工具
3.6.2 PCB组装设备
3.7 关于镀金引脚器件的处理条件
3.7.1 元器件镀金引线“去金”的问题
3.7.2 元器件镀金引脚为什么允许不“去金”
3.7.3 元器件引脚不去金的条件
3.8 对ESD/EOS的防护要求
3.8.1 静电防护的提出

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<印制电路组件装焊工艺与技术>>

3.8.2 电气过载/静电放电的防护要求
3.9 阻焊膜与涂覆要求
3.9.1 阻焊膜
3.9.2 装焊操作对阻焊膜的要求
3.9.3 涂覆要求
3.10 印制电路板的?求
3.11 元器件要求
3.12 金属化孔焊接要求
3.12.1 金属化孔透锡率问题
3.12.2 影响通孔插装元器件金属化孔透锡率的主要因素
3.12.3 焊料的渗透影响
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4.2.1 元器件搪锡工艺
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4.4.7 PCB上元件引脚修剪要求
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